07.12.2016




Inhalte W=~

» Zuverlassigkeit

* Lebenszyklus einer Leiterplatte

e Stellschrauben fur
Zuverlassigkeit

07.12.2016 Seite 2 www.we-online.de



Inhalte W —-

N
« Zuverlassigkeit
J
N
* Lebenszyklus einer Lelterplatte
J
» Stellschrauben flr \
Zuverlassigkeit )

07.12.2016 Seite 3 www.we-online.de



| more than you expect |

Zuverlassigkeit — eine Definition W=

WURTH ELEKTRONIK

N ,Beschaffenheit einer Einheit bezuglich ihrer Eignung, wahrend oder nach

vorgegebenen Zeitspannen bei vorgegebenen Anwendungsbedingungen

Deutsches Institut fiir Normung

die Zuverlassigkeitsforderung zu erfullen.” (DIN 40041:1990-12)
2 T % | . p - ‘ L
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Design Chain Elektronikentwicklung W=

WURTH ELEKTRONIK

,Die Leiterplatte wird allgemein unterschéatzt! .
Sie ist ein komplexes Konstrukt aus f
unterschiedlichsten Materialien, hergestellt

durch eine Vielzahl von Prozessenund mit @
vielfaltigen zu planenden Funktionen!” h

vorgegebene Anwendungsbedingungen = Spezifikation

07.12.2016 Seite 5 www.we-online.de




IPC Standards

07.12.2016

IPC-Richtlinien in der Produktentstehung

Lotbarkeit
IPC-J-STD-002 (Ltbarkeit BE)
IPC-J-STD-003 {Lotbarkeit LP..usw.

Baugruppen-Abnahme

IPC-A-610

IPC/WHMA-A-620

i

Basisrichtlinie Loten

IPC-J-STD-001

//_

WURTH ELEKTRONIK

4

Baugruppentechnik
IPC-J-STD-12 (Flip Chip, CSP)
IPC-J-STD-013(BGA, HDI)
IPC-7093 (QFN), IPC-7095 (BGA)

\

Leiterplatten-Abnahme Bauelemente Reinigung
IPC-A-600 J-STD-020
Leistungsspezifikationen J-STD-033 IPC-CH-65
IPC-6011 J-STD-075 IPC-5704
IPC-6012
IPC-6013
IPC-0016...- usw. Leiterplattenfertigung
IPC-DR-570 {Bohrer)..... usw.
.
1

 J

Laminate, starr
IPC-4101

Laminate, flex

IPC-4202 bis |IPC-4204
Laminate, HDI, HF
IPC-4103,IPC/JJPCA-4104. usw.

Interfaces, Dateniibergabe
IPC-D-350-Serie..... usw.

|

LP/BG-Design
IPC-2220-Serie, IPC-7351..... usw.

Priufmethoden
IPC-TM-650

fir elektronische
Produkte und
Materialien
entlang der
Produkt-
entstehungskette

Visuell
-Dimensional
-Chemisch
-Mechanisch
-Elektrisch
-Umwelttechnisch

Beispiele:
-Wamebelastung
-Klimawechsel
-Mikroschiff
-Kupferhafiung
-Wélbung/Verwindung
-Oberflachenreinheit
-Spannungsfestgkeit
-Isolationswiderstand
-impedanz

Lotpasten- Montage, Loten
und Kleber- J-STD-004 {Fluxer)
Schablonen J-STD-005
(Lotpasten)
Design
IPC-7525 Kileber
by IPC-3406
Reinigung IPC-3408
IPC-7526
Lotpastendruck Beschichtungen
IPC-7527 IPC-CC-830,
et IPC-SM-840
Metalifolien
IPC-4562
IPC-4563
IPC-CF-152
Seite 6
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IPC Standards EIIL_%E

WURTH ELEKTRONIK

Klassifizierung nach IPC IPC-Richtlinien in der Produktentstehung

Prifmethoden
IPC-TM-650

= Klasse 1 — Hierzu gehotren Produkte von begrenzter
Nutzungsdauer fur Anwendungen, bei denen die
Hauptforderung die Funktion des vollstandigen
Produktes ist.

J-STD-020
J-STD-033 IPC-CH-85
J-STD-075 IPC-5704

= Klasse 2 — Hierzu gehotren Produkte, an die hohere
Anspriche hinsichtlich Dauerleistung und
Nutzungsdauer gestellt werden und fir die
unterbrechungsfreier Betrieb erwlnscht wird, aber
keine Bedingung ist.

= Klasse 3 — Hierzu gehoéren Produkte, bei denen
kontinuierliche hohe Funktionssicherheit
Bedingung ist, zudem mussen sie auf Abruf
funktionieren. Funktionsausfall ist nicht zulassig. Das
Produkt muss funktionieren, wenn es bendétigt wird.

07.12.2016 Seite 7 www.we-online.de
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Lebenszyklus einer Leiterplatte WURTH ELEKTRONIK

AVT

Packaging

Spezifikation Herstellung Anwendung

Test
Montage

07.12.2016 Seite 9 www.we-online.



Lebenszyklus einer Leiterplatte

Spezifikation

= Funktionen

= Zeitintervall, Belastungskollektive
= Anwendungsbedingungen

=» Material

=» Technologie

= AVT (Aufbau-&Verbindungstechnik)
=» funktionelle Oberflache

=» Designregeln

= Mechanik, Gehause, Montage

= Entwarmung

> ..

=» Test und Qualifikation

07.12.2016

Seite 10
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WUR'I'I'I ELEKTRONIK

% A
3 Stillstand- /
bedingungen / Hgchlast
6 PanN Betrieb
“ [ Nofmaler
, / Betriek \ /
/ N \)4 \
0 - T = |

-50 30 -10 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190

Fiir Temperatur-, Feuchtigkeits- und mechanische  Temperatur
Schwingungsbelastungen sollte ein realistisches Belastungskollektiv mit
den Auftrittshaufigkeiten bezogen auf die Betriebszeit aufgestellt
werden.

Quelle: Daimler AG

Fahrgastzelle:

. 85°C (105°C)

+ Navigationshilfe
» Komfortfunktionen
« Sicherheitsysteme

8§ Brennraum: <500°C
Abgasstrang: <800°C

» Abgassensoren

» Brennraumdrucksensoren

Komponenten am
Rad: <300°C
+ Brake by Wire
+ Steer by Wire

www.we-online.de

Quelle: Daimler AG



WURTH ELEKTRONIK

Lebenszyklus einer Leiterplatte

Herstellung

gemal IPC-A-600

— Klasse 2 (Standard, Industrie)
— Klasse 3 (erhdhte Anforderungen)

= Material gema3 IPC-4_
— |IPC4101 fur starres Material
— [PC4102/03/04 fur flexibles Material

= |PC-SM-840 fur Lotstopplack

= qualifizierte Prozesse

= E-Test, Impedanzprifung

=  Abnahmeprifzeugnis (CoC)

=  Erstmusterprifung (FAIR)

= PPAP (Production Part Approval Process)

07.12.2016 Seite 11 www.we-online.de
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WURTH ELEKTRONIK

Lebenszyklus einer Leiterplatte
Herstellung

Material- und Prozessqualifikation

— Mikroschliffe, optische Prifungen von
Schichtdicken und Integritat

— Malhaltigkeit
— LoOtstoppmaske
« Haftung
* Isolation
« Losemittelbestandigkeit
» Oberflachenenergie
— Kupferhaftung Oberflache / PTH
— Registration der Lagen
— Tg/deltaTg
— CTE(2)
— Lotfahigkeit, Test nach JEDEC-020C
— Lotstress (Solder Dip Test)
— Sauberkeit

100
Max. Innenraumtemperatur 49,5 °C Zeitins

07.12.2016 Seite 12 www.we-online.de



Lebenszyklus einer Leiterplatte m u EVL,T%

WURTH ELEKTRONIK
Herstellung

Group 10 PCE# 1-10
Qualifikationsverfahren fiir

Zuverlassigkeitsuntersuchungen bei " o Materten
Material- und Prozessqualifikationen * ]

PCES 0,10

PCE# 1-10
* Haftung der Latstoppmaske
= visuelle Prifungen + Haftung von Leiterbahnen und
* mechan. Konturen messen metallisierten Bohrungen
» | Gsemittelbesleandigkelt
* Lotschocktest =
OLSCNOCKIteS f
5 FCE#

» Reparatursiress an
Leiterplatten, SMD und Hilsen

* Ofenlagerung 1000 Std. bei 125°C ‘

* Temperaturwechseltest , z.B.  pems

°* TWT 1000 Zyklen R
°* |IST 200 Zyklen {3 e

* Feuchtelagerung — Isolationsprifung T ]

3

Lab 25 PCE N 12 Leh 2 PCB M 3.4 Lah 5 PCE #7, 8 Leh 2 PCB# 56 Lab | PCERB
TEl E-Roirosion
Ofenlagerung +125/-40°C F&H?Cﬂf;;ﬂr:g 100V 1 40°C /93 % r.h. Litstress
1000 h 125 °C 500 Zyklan 10Tage R=500 mCHns Oh, 4d, 21 d, 280 °C M0 Sec.
1000 Zyklen 9= a2d
Relabilly Reliabilty Reliability Relblity Industial tial
y F ¥
4PCB #1378 Lab B PCB # 1.8

» Durchschlapfestigkeit 1000 V'
* |solationswiderstand

= Widerstandsanderungen

= el. Durchgangsprifung

Labai

Schliffauswertung

Q4 Lab

!

07.12.2016 Seite 13 www.we-online.de




Lebenszyklus einer Leiterplatte m n E_VE——og

WURTH ELEKTRONIK
Herstellung

IST — Interconntect Stress Test Standardisiert in IPC-TM650.2.6.26

© 00O O NN NN CE NN N ENENEEEEDEE DD DD DD DD EDEEEEER

07.12.2016 Seite 14 www.we-online.de



Lebenszyklus einer Leiterplatte

Herstellung

Test Report

High Temperature Exposure

Applicant: Wrth Elekironik GmbH & Co. KG

Kind of Product: WE-Testboards

Model: 2F-Technology
Wilrth Elekironik GmbH & Co. KG
Circuit Board Technology
Salzstrasse 21

T4676 Niedernhall
Gemany

Test results Environmental Simualtion Tests

Find test summary on page 7

Referse: Dirk knor [ [
Company: Wiirth Elekironik eiSos GmbH & Co. KG
Date of issue: 04.00.2007

Ty O
WURTH ELEKTRONIK

Typical phenomena in cross sections of Plated Through Holes

. n . u =
Spezifikation Pﬂé:‘glnﬂ — —o—
Montage — 0
i)
WURTH ELEKTRONIK

www.we-online.com

page 15
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Worm Betzont edcs Gede & Zo K6 Marb 2T 1 O ek macentuy
Te wadd 13 TIET/ 300 Fan wndd D) TID D003
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WURTH ELEKTRONIK

Lebenszyklus einer Leiterplatte
Weiterverarbeitung

= Bestiickung

= Loten
— Welle / Reflow /selektiv / Hand
= Reinigung
= Test
= Vereinzeln
= Coating

= Lagerung
= Transport

07.12.2016 Seite 16 www.we-online.de



more than you expect .

=

WURTH ELEKTRONIK

Lebenszyklus einer Leiterplatte
Anwendung

Belastungsarten (einzeln, kombiniert)

1. Klimatische Beanspruchung (9, rF)
2. Mechanische Beanspruchung

3. Chemische Beanspruchung, UV,
Strahlung

4. Staub, Festkorper, Flussigkeiten

5. Elektrische Beanspruchungen
(Strom, Spannung, EMV)

=» Modelle, Berechnungen,
Simulationen

=» Testmethoden, Versuchsplanung

ZIEL:
= hohe Aussagesicherheit

= gleichzeitig guter Beschleunigungs-
faktor (schnelles Ergebnis)

07.12.2016 Seite 17 www.we-online.de




IPC-TM-650 2.6 TEST METHODS MANUAL

GPC

~ ASS0CIATION CONNECTING
| ELECTRONICS INDUSTRIES

W=

WURTH ELEKTRONIK

Number
2

2215 Sanders Road
Morthbrook, IL 60062-6135

IPC-TM-650
TEST METHODS MANUAL

2.1 Visual Test Methods

2.2 Dimensional Test Methods
2.3 Chemical Test Methods
2.4 Mechanical Test Methods

2.5 Electrical Test Methods

2.6 Environmental Test Methods

07.12.2016 Seite 18

Subject
Printed Wiring Board Test Methods

Date Revision
11/98

Originating Task Group
N/A
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WE—

WURTH ELEKTRONIK

IPC-TM-650 2.6 TEST METHODS MANUAL

= 2.6.1E Fungus Resistance Printed Wiring Materials

= 2.6.1.1 Fungus Resistance — Conformal Coating @c

=  6.2C Moisture Absorption, Flexible Printed Wiring - ASSOCIATION CONNECTING

= 2.6.2.1A Water Absorption, Metal Clad Plastic Laminates oy 2215 Sanders Roag
= 2.6.3E Moisture and Insulation Resistance, Printed Boards

= 2.6.3.1D Moisture and Insulation Resistance - Solder Mask IPC-TM-650

= 2.6.3.4 Moisture and Insulation Resistance — Conformal Coating TEST METHODS MANUAL

=  2.6.3.2B Insulation and Moisture Resistance, Flexible Base Dielectric
= 2.6.3.3A Surface Insulation Resistance, Fluxes

= 2.6.4A Outgassing, Printed Boards

= 2.6.5C Physical Shock, Multilayer Printed Wiring

= 2.6.6B Temperature Cycling, Printed Wiring Board

= 2.6.7A Thermal Shock and Continuity, Printed Board

= 2.6.7.1 Thermal Shock—Polymer Coatings

= 2.6.7.2A Thermal Shock, Continuity and Microsection, Printed Board
= 2.6.7.3 Thermal Shock — Solder Mask

= 2.6.8D Thermal Stress, PTH (Plated-Through-Holes)

= 2.6.8.1 Thermal Stress, Laminate

= 2.6.9A Vibration, Rigid Printed Wiring

07.12.2016 Seite 19 www.we-online.de




WE—

WURTH ELEKTRONIK

IPC-TM-650 2.6 TEST METHODS MANUAL

= 2.6.9.1 Test to Determine Sensitivity of Electronic Assemblies to Ultrasonic Energy

=  2.6.9.2 Test to Determine Sensitivity of Electronic Components to Ultrasonic Energy
= 2.6.10A X-Ray (Radiography), Multilayer Printed Wiring Board Test Methods

= 2.6.11 Hydrolytic Stability Solder Mask

= 2.6.11.1 Hydrolytic Stability — Conformal Coating

= 2.6.12 Temperature Testing, Flexible Flat Cable @c
= 2.6.13 Assessment of Susceptibility to Metallic Dendritic Growth:

~ ASSOCIATION CONNECTING
| ELECTRONICS INDUSTRIES

2215 Sanders Road

Uncoated Printed erlng Northbrook, IL 80062-6135
= 2.6.14 C Resistance to Electrochemical Migration, Solder Mask IPC-TM-650
= 2.6.14.1 Electrochemical Migration Resistance Test TEST METHODS MANUAL

= 2.6.15B Corrosion, Flux
= 2.6.16 Pressure Vessel Method for Glass Epoxy Laminate Integrity

= 2.6.16.1 Moisture Resistance of High Density Interconnection (HDI) Materials Under High Temperature and
Pressure (Pressure Vessel)

= 2.6.17 Hydrolytic Stability, Flexible Printed Wiring

= 2.6.18A Low Temperature Flexibility, Flexible Printed Wiring Materials

= 2.6.19 Environmental and Insulation Resistance Test of Hybrid Ceramic Multilayer SubstrateBoards
= 2.6.23 Test Procedure for Steam Ager Temperature Repeatability

= 2.6.26 DC Current Induced Thermal Cycling Test

07.12.2016 Seite 20 www.we-online.de
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WURTH ELEKTRONIK

Lebenszyklus einer Leiterplatte
Anwendung

Zuverlassigkeitstests ,,nackte” Leiterplatte

immer mit ,,Pre Conditioning*

— Trocknung ;

— Reflow / Welle / selektiv / Hand
= Ofenlagerung (1.000h @ 125°C)
= TWT (-40°C .... 125/ 140 / 150°C) e "

= |ST/Einzelviatest

= Feuchte Lagerung (60°C @ 90% r.F.)
= E-Korrosion (100V / 40°C /93% r.F.)
= SIR (Surface Isolation Resistance)

= CAF (Cathothic Anodic Filament)

= Salzspriuhnebel

= Schadgas

= Strahlung (z.B. UV-, radioaktive)

= Ausgasung unter Vakuum

www.we-online.com page 21 07.12.2016
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WURTH ELEKTRONIK

Herstellung

Lebenszyklus einer Leiterplatte
Anwendung

Zuverlassigkeitstests Gesamtsystem

Betrieb unter Feuchtigkeit + elektrischer

Elektro-
chemisch-
mechanisch-
thermisch

Vibration, | 7 =T e Betrieb bei

Schock, : SALL AL
Schlac Betrieb unter Vibration und

wechselnden Temperaturen

erhohter Temperatur

Quelle: Daimler AG

07.12.2016 Seite 22 www.we-online.de



Lebenszyklus einer Leiterplatte
Anwendung

Zuverlassigkeitstests Gesamtsystem

= EMV

= Entwarmung, hot spot Analyse
= Software

= Reparatur

= Schock, Vibration

www.we-online.com page 23
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WURTH ELEKTRONIK

Lebenszyklus einer Leiterplatte m
Anwendung

Zuverlassigkeitstests Gesamtsystem

= EMV
= Entwarmung, hot spot Analyse
= Software

= Reparatur

= Schock, Vibration

www.we-online.com page 24 07.12.2016




Lebenszyklus einer Leiterplatte
Anwendung

Zuverlassigkeitstests Gesamtsystem

= EMV

= Entwarmung, hot spot Analyse
= Software

= Reparatur

= Schock, Vibration

www.we-online.com page 25

Falltest aus 50cm HOhe
auf einen Betonboden
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WE=-

Reliability engineering " WORTH ELEKTRONTK

= eineideale Zusammenarbeit ermoglicht Zuverlassigkeit

B _VE—G -w_% W=

- - " WURTH ELEKTRONIK " WURTH ELEKTRONIK WURTH ELEKTRONIK

= Kooperation aller Beteiligten entlang der Wertschopfungkette ist notwendig

= Qualitat und Zuverlassigkeit muss geplant werden

— Design-to-cost production

— Design-for-manufacturing product

development

— Testability

assembly
and test

= Listungen und Zulassungen, z.B. UL

= Es gibt eine Vielzahl von Abhangigkeiten und Ruckwirkungen!

07.12.2016 Seite 27 www.we-online.de



Stellschrauben far Zuverlassigkeit

robustes Design

Basic Design Guide

AuBenlagen/ Outer Layers

Leiterabstand/ Spacing
Leiterbahnbreite/ Track Width

Pad o
Leiterabstand/ /\

Spacing End o/ Final o
(—

Prepreg
AuBenlagen/
Outer Layers
= 60 pm

Kern/
Core Material
=100 pm

Prepreg
=100 pm

Leiterabstand/ Spacing
Leiterbahnbreite/ Track Width

Pad o

Leiterbahnabstand/ Spacing

Lotstoppmaske /Solder Mask

Abdeckung/ Coverage

/ L

i i H
Latstoppmaskensteg/ Solder Mask Web = 70 pm

Kupferend- Leiterbahn- Leiter-
schichidicke / breite / abstand /
Final Copper Track Width Spacing
Thickness
> T (PCATTZ) R e
70 pm 125 pm 180 pm
105 pm 150 pm 225 um
ca. 25-30 pm " 75 pm 75m !
Kupferend- Leiterbahn- Leiter-
schichtdicke / breite / abstand /
Final Copper Track Width Spacing
Thickness
17.5 pm/ 100 pm 100 pm
¥ oz/ft? 75 um ! 75 pm
35 pm / 1 oz/ft2 100 pm 100 pm
70pm/ 2 oz/fi 125 pm 150 pm
105 pm / 3 az/ft? 175 pm 225 ym

1) Erhdhie Anforderung. Aus Kestengrinden nur empfohlen,
wo unbedingt erforderlich.

Létstoppmaskenfreistellung / Solder Mask Clearance

= 5pm

-
WURTH ELEKTRONIK
Standard | Advanced
Freistellung /
Clearance =50 pm 35pm
Leiterbahn-
abdeckung/ 50 pm 40 pm
Coverage
Latstopp-
maskensteg/ =70 pm
Solder Mask Web

Siehe Tabelle vorherige Seite/
See table previous page

Viafreistellung/
Via-Opening

Fertigung ohne Viafreistellung ist mit Zusazaufwand ver-
bunden und wird auch aus Qualititsgriinden nicht empfohlen.
Manufacture without solcer mask clearances involves ad-
ditional effort and is not recommended due to quality reasons.

Vias freigestellt geman
ZVEI Empfehlung/
Solder Mask Opening for PTH Vias

Maskenfreistellung = MF
Bohrerdurchmesser + 0,15 mm MF

Innenlagen/ Lei / Spaci
Inner Layers Gy — pacing Technically possible. Due to cost reasons only advisable
when absolutely necessary.
Innenlagen/ Inner Layers yneaess: I - I -
PadgroBe/ Anmerkung/ Bohrer/ Enddurchmesser/ Toleranz/ i Lo N . N ™ N B
Pad Size Note Drili Tool | Final Hole Diameter | Tolerance Innenlagen/ Copper freistellung/ Leiterbild/ Conductive Pattern Bestiickungs- und Servicedruck/ Legend Print (Cu max. 70 pm)
(Standard) Clearance Inner Layers Solder Mask Opening
0.60 mm Sndart Protomed 0.35mm 0.25 mm = 080mm 2035 mm Abstand Kupfer zu Fraskontur/ - 0.23 mm Str!chstquef 100 um
0.5 mm neardiFreterre 0.30mm 020mm =075 mm 0.45 mm Copper clearance © routed board edge Line Wicth
max. ca. 12 Lagen/ Layers = = 0.45 mm .
&iﬂ o max. ca. 1.80 mm 0.25mm 0.15mm +0.10/ >0.70 mm 0.40 mm Abstand Kupfer zu Kerbfraskontur/ Fiir LF Dicka 160 mm/' Schrlﬂhqhe! 1.50 mm
LP-Dicke/ Board Thickness -0.05 mm Copper clearance to scored board edge For Board Thickness 1,60 mm Font Size
Filr weniger komplexa Lagan- Abstand Kupfer zu NDK Bohrung/ Abstand zu LSM Offnung/
0.45mm aufoauten/ For stack-ups 0.25mm 0.15mm >070mm 0.35 mm p g = 0'25_ mm . o 100 pm
a3 ym) (0.20 mm) Copper Clearance fo NPT Hole Umlaufend Croumiarential Distance to Solder Mask Opening

with lower complexity

Genereller Hinweis: Kleinere Parameter sind in vielen Fallen in Absprache moglich! / General Note: Enhanced design rules are often possible with consultation!

www.we-online.com

page 28
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more than you expect .

Stellschrauben fir Zuverlassigkeit Eﬁm—:ﬁ =
Befestigung der Leiterplatte

Vergleich 4 — 9 Befestigungspunkten

250Hz 620Hz 860Hz 1400Hz

« g :
1] W=
;,,, 17
] 71
L I ATEW] [P oA B
A /
. N

B0 280 480 €80  BED 080 1260 4480 1880  1HE0 208
Frequenz [Hr)

|1

—a

Abbildung 12-15: Experimentell bestimmte Eigenfrequenzen und Modell der simulierten Baugruppe

In einer ersten Berechnung wurden die Bedingungen fiir eine Befestigung der Baugruppe

mit nur vier Schrauben analysiert. Abbildung 12-16 zeigt die berechneten Schwingungs- 9 Schrauben:
formen fir die vier ermittelten Eigenfrequenzen.

1188 Hz

8 H
1631 Hz 1778 Hz

Abbildung 12-18: Berechnung der Eigenfrequenzen der simulierten Baugruppe mit neun Befestigungsschrau-

Abbildung 12-16: Eigenfrequenzen der simulierten Baugruppe mit vier Befestigungsschrauben

.we-online.de
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The printed circuit board system is used
in the gearbox control in “Actros”, the
flagship of Mercedes Benz’s commercial
vehicle division.

The use of HDI technology combined
with printed resistors made it possible to
achieve a significant reduction in the
size of the printed circuit board.

At a glance:

Stellschrauben far Zuverlassigkeit
warmemanagement / HDI / gedruckte Widerstande

W=

WURTH ELEKTRONIK

HDI 06_2+2b+2 build up

Embedded resistors 50 to 50 K, laser trimmed and voltage
divider

Customised heat sink for optimal thermal management,
directly mounted on the gearbox

Operating temperature up to 140 °C, (peak to 150 °C) with
TG170 ° material

Harsh environmental conditions (shock, vibration etc.)

HDI, printed polymer and thermal management — these
three key technologies replace the previous ceramic solution
www.we-online.com page 30

Adhesive tape

ALU Heatsink

Resistors on the outer layers

07.12.2016




Stellschrauben fur Zuverlassigkeit /{/ /‘~ -VE+

WUR'IH ELEKTRONIK
Starrflex

TTENSTEIN electronics

Aktives, medizinisches Implantat

 Entwicklung eines robusten, zuverlassigen und hoch verfligbaren
Prototypen Designs

« aktives Implantat =» sehr begrenztes Volumen mit komplexer Kontur
» keine Steckverbindungen zulassig

« kritische EMV Verhaltnisse mit unterschiedlichen Hochfrequenzquellen
(drahtlose Ubertragung von Signalen und Energie)

= Geringe Masse ergibt Vorteile bei Schock und Vibration
=> Integrierte Flexverdrahtung elimiert Steck- und Lotkontakte

07.12.2016 Seite 31 www.we-online.de
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Stellschrauben far Zuverlassigkeit
eingebettete Komponenten

Embedding of
standard SMD
components
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embedding Vorteile

=> Miniaturisierung

=» Schutz der Beuteile und
Lotstellen

=>» kurze Signalwege

=>» gute Warmespreizung
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Zuverlassigkeit
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muss von Anfang an geplant werden
erfordert die unterschiedlichsten Disziplinen ( BEST
beginnt mit der Spezifikation PRACTICE

WE unterstltzt Sie gerne im Rahmen eines Projekts

Kontaktieren Sie uns so frih wie mdglich!
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